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I. Base du rapport 

1. Le present rapport a 6t6 r&igS sur la base des elements ci-apres (Les feuilles de renplaceient qui ont ttft 
renises a l'office recepteur en reponse a une invitation faite confori^ent a l'article 14 sont consid6rees 
dans le present rapport come "initialenent de>sees« et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles 
ne contiennent pas de Modifications.): 

[x] de la demande internationale telle qu'initialenent deposee. 

[ ] de la description, pages , telles qu'initialenent deposes, 

, d6pos6es avec la denande d'exanen 
prSliiinaire international, 

paqes u , d$pos§es sous couvert d'une lettre 

du , 

d6pos6es sous couvert d'une lettre 
du / 



pages 



pages 



[ ] des revendications, nos, telles qu'initialenent dtpoata, 

, telles que modifies en vertu de 



nos. 



nos. 



nos. 



2. Les modifications ont entrain^ l'annulation 
[ ] de la description, pages 



l'article 19, 

__, d6pos6es avec la demande d'examen 

pr^liminaire international, 

, d6pos6es sous couvert d'une lettre 

du i 

nos ^ mt d6pos6es sous couvert d'une lettre 

^ du , 

des desSins, feuilles/fig . * telles qu'initialenent dSposSes, 

feuilles/fig - > d6pos6es avec la demande d'examen 

pr61iminaire international, 
feuilles/fig _ * d6pos6es sous couvert d'une lettre 



du 



feuilles/fig __ ' d6pos$es sous couvert d'une lettre 

du , 
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[ ] des revendications, nos. . — • 

[ ] des dessins, feuilles/fig. . • 

3. [ ] Le present rapport a fornulfi abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considSrfes 

come allant au-dett de 1'exposS de 1' invention tel qu'il a 6t6 dSposS (rfcgle 70.2.C)). 

4. Observations complementaires, le cas 6ch6ant: 
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V, Declaration iotiv6e selon l'article 35,2) quant i la nouveautfi, I'activite inventive et la possibility 
duplication industrielle; citations et explications a l'appui de cette declaration 



1. DECLARATION 

Nouveaut<§ Revendications 2-6, 8-13, 17, 19-21, 23, 24 OUI 

Revendications 1 , 7, 14, 15, 16, 18, 22 NON 

Activity inventive Revendications 24 „ «JI 

Revendications 2-6 , 8-13, 17, 19-21, 23 NON 

Possibility d'application industrielle Revendications 1-24 „ 001 

Revendications _ N0S 



2. CITATIONS ET EXPLICATIONS 

1. II est fait r6f6rence aux documents suivants: 

Dl: DE-A-43 11 493 
D2: EP-A-0 376 062 
D3: EP-A-0 620 537 
D4: DE-A-37 21 822 
D5: EP-A-0 521 778 

2.1 Le document vOlmontre un module 61ectronique 21 (voir 
fig. 2) du type appropri6 pour la fabrication d'objets 
portatifs tels que des cartes sans contact, et 
comportant les caract^ristiques suivantes de la 
revendication 1 de la demande internationale: 

- un substrat de support 28 destine & recevoir un 
microcircuit 61ectronique 24, ledit microcircuit 
electronique 24 6tant destin6 k etre connects k une 
antenne 26 de fac?on & permettre un f onctionnement sans 
contact du module; 
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- l'antenne 26 est toute entiere contenue sur le module 
21 et comporte des spires realisees sur le plan du 
substrat du support 28. 

Des modules electroniques ayant les caracteristiques de 
la revendication 1 sont aussi connus de D2 (fig. 6 a 8), 
D3 (fig. 1, 2) et D4 (fig. 1 et 2). 

2.2 D2 montre un module comportant les caracteristiques de 
la revendication 7, dependant de la revendication 1. Le 
microcircuit 8 de ce module (voir fig. 6 et 7) est 
dispose au centre de l'antenne 12 et du meme cote du 
module que l'antenne, les bornes de connexion de 
l'antenne etant reliees a des plots de contact 
correspondants respectifs du microcircuit par 
1 ' intermediate de fils conducteurs 20. 

Dl (col. 5, lignes 2 a 19) divulgue aussi un module 
comportant sur une face du support une antenne connectee 
au microcircuit et sur 1' autre face du support des 
contacts apparents et egalement connectes au 
microcircuit (voir revendication 14 de la demande) 

2.3 Ainsi, 1' ob jet de la revendication 1 et les objet des 

revendications dependantes 7 et 14 ne sont pas nouveaux 
au sens de -Particle 33 (2) PCT. 

3.1 Les revendications 2 a 6 et 8 a 13 portent sur 
differents modes de realisation comportant des 
caracteristiques qui sont deja connues de l'art 
anterieur (voir revendications 10 et Dl, col. 6, lignes 
43 a 52) ou bien qui constituent seulement des mesures 
constructives evidentes pour la personne du metier. 

3.2 Par consequent, les objets des revendications 
dependantes 2a6et8al3ne semblent pas impliquer 
une activite inventive au sens de 1' article 33 (3) PCT. 
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4. Comme toutes les 6tapes du proc6d6 de fabrication selon 
la revendication 15 sont connues de D2 (voir fig. 1 & 
6), l'objet de cette revendication n'est pas nouveau au 
sens de 1' article 33 (2) PCT. 

5. La revendication 16 et la revendication 18 portent 
respectivement sur une carte sans contact et sur un 
proc6d6 de fabrication d'une carte sans contact 
comprenant des caract^ristiques d6j& connues de D2 (voir 
fig. 1 & 8 et col. 9, lignes 47 k 53). Ainsi, les objet 
de ces revendications ne sont pas nouveaux au sens de 
l'article 33 (2) PCT. 

6. La revendication 17 d^pende de la revendication 16 et^ 
porte sur une carte pourvue d'un module 61ectronique 
selon 1'une quelconque des revendications 1 & 14. Pour 
les raisons d&jh expos6es ci-dessus 1' object de cette 
revendication n'implique pas une activity inventive au 
sens de l'article 3 3 (3) PCT. 

7.1 D3 porte sur une etiquette 61ectronique , notamment 
destin^e & 1 ' identification d'objets (col. 1, lignes 1 & 
4), comportant les caract6ristiques suivantes de la 
revendication 19: 

- un module 61ectronique de faibles dimensions, un 
microcircuit 61ectronique, et 

- une antenne de faibles dimensions, dispos6e sur ledit 
module 61ectronique. 

7.2 L'objet de la revendication 19 difffere de 1 'Etiquette 
connue de D3 en ce qu'il est sp6cifi6 que la plus grande 
dimension du module est de l'ordre de 5 k 15 mm. 

Cette caract6ristique et les caract6ristiques des 
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reV endications d6pendantes 20 et 21 repr6sentent 
seulement quelques-unes des possibility, que la 
personne du metier pourrait choisir parmi des plusieurs 
possibility imm6diates , pour r6soudre le problfcme pos6, 
selon le cas d'espfece. 

7.3 Par consequent, les objets des revendications 19 & 21 
n'impliquent pas une activity inventive au sens de 
1' article 33 (3) PCT. 

8.1 Le proc6d6 de fabrication d'une etiquette 61ectronique 
connu de D3 comporte, entre autres, les 6tapes 
consistant & (voir revendication 22): 

- d^couper, & partir d'un support 1 de modules 
eiectroniques 2, un module dans contact pourvu d'une 
antenne 21 et d'un microcircuit 20; 

- int6grer le module 61ectronique 2 ainsi d6coup6 h un 
support de protection (voir fig. 2). 

8.2 Ainsi, l'objet de la revendication 22 n'est pas nouveau 
au sens de 1' article 3 3 (2) PCT. 

9.1 D5 porte sur un proc6d6 de fabrication de cartes & puce 
"de format plus petit que le format habituel" (voir 
abr6g6) comport ant l'6tape consistant h d6couper un 

"module 61ectronique de fagon & laisser subsister autour 
du module 61ectronique un peu de matifere du corps de la 
carte, h des fins de protection du module. 

9.2 L'objet de la revendication 23 difffere du proc6d6 connu 
de D5 en ce qu'il porte sur la fabrication d'une 
etiquette et en ce que le module comporte les 
caract6ristiques des revendications 1 & 14 

Toutefois, 1' application de 1 'enseignement de D5 k la 
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fabrication d'une etiquette comprenant un module connu, 
par exemple, de Dl ou D3 devrait etre 6vidente & la 
personne du m6tier. 

9.3 Ainsi, 1'objet de la revendication 23 n'implique pas une 
activity inventive au sens de 1' article 3 3 (3) PCT. 

10. Le proced6 selon la revendication 24 n'est pas connu de 
l'art ant6rieur. A la lumi&re des documents cit6s dans 
le rapport de recherche internationale ce proc6d6 semble 
aussi impliquer une activity inventive au sens de 
1' article 33 (3) PCT. 
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(57) Abstract 

An electronic module (6) suit- 
able for producing contactless cards 
(t) and/or contactless electronic la- 
bels, and comprising a carrier (10) 
for an electronic microcircuit (7) con- 
nectable to an antenna (2) to enable 
contactless operation of the module 
(6). The whole of the antenna (2) is 
arranged on the electronic module (6) 
and the turns lie in the plane of the 
carrier substrate (10). Said electronic 
module (6) is useful for producing 
contactless cards and electronic la- 
bels. 

(57) Abrege* 

Ce module electronique 
(6), du type approprie' pour la 
fabrication de cartes (1) sans contact 
et/ou d'&iquettes e*lectroniques 
sans contact, et comportant un 
support (10) pour un microcircuit 
61ectronique (7) qui est destine a 

etre connecte* a une antenne (2) de facon a permettre un fonctionnement sans contact du module (6), est caracterise" en ce que Tantenne 
(2) est toute entiere disposed sur le module 61ectronique (6), les spires dtant realis6es sur le plan du substrat de support (10). Ce module 
61ectronique (6) est utilise* pour fabriquer des cartes sans contact et des 6tiquettes electroniques. 
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WO 97/26621 PCT/FR97/00098 
MODULE ELECTRONIQUE SANS CONTACT POUR CARTE OU ETIQUETTE 

La presente invention concerne le domaine des objets portatifs teis que 
notamment les etiquettes electroniques et les cartes a puce sans contact pourvues d'un 
module electronique comprenant un microcircuit integre. 

L'invention conceme aussi un procede de fabrication de tels modules et de 
5 tels objets portables. 

On connait deja des objets portables sous la forme de cartes sans contact, au 
format ISO, qui sont destinees a la realisation de diverses operations, telles que par 
exemple, des transactions de paiement de prestations de transport, telephoniques ou 
autres. Ces operations s'effectuent grace a un couplage a distance entre le module 

10 electronique de la carte et un appareil recepteur ou lecteur. Le couplage peut etre 

, "it- 
realise en mode lecture seule ou en mode lecture/ecnture. 

En ce qui concerne les cartes, il est a noter que Tinvention ne conceme pas 

uniquement les cartes ayant un fonctionnement exclusivement sans contact. Elle 

concerne egalement des cartes mixtes ou hybrides, qui ont la possibility de 

15 fonctionner selon les deux modes: sans contact et par contact. Ces cartes mixtes sont 
destinees, par exemple, a des operations du type telebilletique, dans lesquelles, apres 
avoir ete chargees en unites de valeur (unites monetiaires, unites de paiement de 
prestations diverses), elle sont debitees a distance d'un certain nombre de ces unites de 
valeur lorsqu'elles passent au voisinage d'une borne de lecture: ce type de debit 

20 suppose un fonctionnement sans contact. Si necessaire, ces cartes sont rechargees dans 
un distributeur adapte a cet effet. 

Pour les besoins de la presente description, et a titre de simplification, on 
designera aussi bien les cartes mixtes que les cartes sans contact, par la meme 
terminologie de cartes sans contact. 

25 On connait par ailleurs des objets portables sous la forme d'etiquettes 

electroniques, generalement utilisees pour diverses operations d' identification ou 
de suivi. Elles sont composees d'une part d'un module electronique a microcircuit, 
et d'autre part d'un support de ce module associe a une antenne bobinee 
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fonctionnant & frequence relativement basse (150 Khz) et de dimensions 
relativement grandes par rapport a celles du module. - - _ - 

Telles qu'ils sont realises actuellement, les objets portables en forme 
d'etiquettes electroniques comportent des antennes ayant un grand nombre de 

5 tours, souvent superieur a 100, et leurs dimensions rendent leur manipulation 
delicate, notamment au cours des etapes de fabrication des etiquettes mettant en 
oeuvre la connexion par soudure de 1'antenne au microcircuit du module. 

De fa?on similaire, les objets portables en forme de cartes sans contact 
presentent egalement des inconvenients. TeUes qu'elles sont realisees 

10 actueUement, les cartes sans contact sont des objets portables de dimensions 
normalisees. Une norme usuelle mais nullement limitative pour la presente 
invention est celle dite ISO 7810 qui correspond a une carte de format standard de 
85 mm de longueur, de 54 mm de largeur, et de 0,76 mm d'epaisseur. 

Dans la plupart des cartes sans contact connues, chaque carte comporte 

15 un corps de carte realise par un assemblage de feuilles en matiere piastique, et 
noye dans cet assemblage, un module electronique comprenant un circuit integre 
ou microcircuit encore appele «puce», relie a Faide de deux bomes de 
connexion, a une antenne bobinee du type self inductance. La puce comporte une 
memoire, et peut dans certains cas comporter un microprocesseur. Les dimensions 

20 du module electronique sont sensiblement inferieures aux dimensions de la carte, 
le module etant en general positionne dans Tun des coins de la carte, puisque les 
contraintes mecaniques imposees au module du fait des flexions de la carte y sont 
moins elevees qu'au centre de la carte. 

Dans certaines cartes sans contact connues cependant, un corps de carte 

25 pourvu d'une cavite est prevu, et un module pourvu d*une bobine connectee a un 
circuit integre est prevu, pour assurer un fonctionnement sans contact de la carte. 

Dans cette categorie de cartes sans contact, on connait en particulier, 
d'apres le DE-A-43 11 493 (AMATECH), une unite d'assemblage pour la 
fabrication d'unites d'identification au format carte. 

30 Selon un premier mode de realisation, un module 21 comporte un support 

de module 28 sur lequel est fixee une puce de circuit integre 29. Une bobine 30 
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surmonte la puce 29, de &9011 a donner au module une capacite d'identification 
sans contact. Ce document precise que la distance de lecture entre le module et le^ 
lecteur sans contact est faible. En outre, aucune carte a puce utilisant un tel 
module avec antenne n'a apparemment encore ete commercialisee, compte tenu 

5 des problemes de cout et de faible portee qui se posent necessairement avec la 
structure de module decrite. 

En outre, il est a noter que dans ce document, l'antenne se presente sous 
la forme d'une antenne a air bobinee, rapportee au-dessus de la puce, ce qui 
presente des difficultes de realisation, de cout, de rendement, et de manque 

10 d'homogeneite des performances. 

On connait egalement, d'apres le DE 37 21 822 CI (PHILIPS), une carte 
a puce a fonctionnement sans contact, dont la conception est destinee a resoudre 
un probleme de mauvaise connexion entre la bobine et le circuit integre. A cet 
effet, ce document decrit une carte a puce sans module, une antenne 4 etant 

15 realisee a meme le semiconducteur sur lequel est realise le circuit integre 5. En 
effet, l'antenne est realisee en meme temps que les pistes superieures du circuit 
integre, de sorte qu'il en resulte un circuit integre de4x6a6x8 mm , portant 20 
petites spires. 

H en resulte que la surface utile de l'antenne est tres faible, ce qui nuit a la 
20 portee. En outre, la carte selon ce document ne peut pas etre fabriquee de fa^on 
tres economique. En efiFet, on sait que la taille d'une pastille semiconductrice 
elementaire est un des principaux facteurs de cout d'un circuit integre produit en 
grandes quantites. Or dans ce document, la taille minimale du circuit integre 
incorporant l'antenne est de Tordre de 24 mm 2 au minimiim, alors que les cartes 
25 sans contact bon marche utilisent en general des microcircuits dont la taille est tres 
petite, de 1'ordre de 1 mm 2 . 

On connait encore une pluralite d'autres procedes de realisation de cartes 
sans contact, tels que ceux decrits dans les demandes de brevet fran9ais de la 
meme demanderesse, deposees sous les numeros 95 400305.9, 95 400365.3, et 95 
30 400790.2. Ces demandes de brevet ont en commun de decrire une carte sans 
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contact pourvue d'une antenne sensiblement de la taille de la carte, connect^ a un 
micromodule portant la puce. _ \ 

Une telle antenne presente Favantage d'une portee relativement elevee 
pour un champ magnetique de lecture ou d'ecriture donne. En effet, la relation qui 
5 lie la force electromotrice E apparaissant aux bomes de Fantenne de reception 
lorsqu'elle coupe un champ electromagnetique est du type suivant: 



io ou K est une constante, S designe la surface d'une spire moyenne d'antenne, N 
designe le nombre de spires qui sont enroulees pour former Fantenne, les indices e 
et r representant respectivement les cotes emission et reception, et D designe la 
distance de lecture, c'est-a-dire la distance entre r antenne de la carte, et 1' antenne 
du lecteur exterieur. 

15 Or, afin de faire fonctionner les circuits de la puce de la carte pour 

initialiser et effectuer une operation de lecture, la tension E r doit depasser un 

certain seuil, qui est en general de Fordre de 3 Volts. 

On voit done que pour une distance de lecture ou d'ecriture D donnee que 

Fon cherche a atteindre avec la carte sans contact, il faut augmenter la surface de 
20 la spire moyenne et/ou le nombre N de spires de Fantenne, du cote lecture et/ou 

ecriture. 

L'efficacite de Fantenne sera conditionnee, a la frequence retenue pour la 
lecture ou Fecriture, par le coefficient de surtension de la bobine d'antenne, qui est 
donne par Fexpression: 



(1) 



E r = I c .(K c .S c .N c ).(K r .S r .N r )/D 3 



25 



(2) 



Q=L<d/R 



ou L est Finductance de la bobine, qui augmente avec le diametre de la bobine et 
le nombre de tours, co = 2id ou f designe la frequence de lecture, qui est figee pour 
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une application donnee, ct R designe la resistance electrique de la bobine 
d' antenne, qui est proportionnelle a la longueur du fil qui la constitue. " 

Les grandeurs L et R ayant des influences contraires sur Tefficacite de 
l'antenne, elles ont tendance a se compenser, de sorte que le veritable facteur 
d'efficacite de l'antenne est surtout lie a la surface totale S.N de l'antenne. 

Or pour une dimension de bobine planaire donnee, le nombre N de spires 
est limite par la largeur d'une spire et par l'intervalle entre deux spires, qui 
dependent de la technologie de realisation. 

On voit done que, toutes choses etant egales par ailleurs, la tendance 
naturelle pour obtenir une bonne antenne pour carte sans contact et qui a ete 
largement utilisee dans la pratique, consiste a utiliser sur la carte sans contact une 
antenne dont la taille de chaque spire se rapproche autant que possible de la 
surface de la carte. Cest pourquoi les cartes sans contact commercialisees 
comportent une antenne integree dans le corps de carte, au voisinage de la 
peripheric de celui-ci. 

Mais, comme l'experience de la fabrication de telles cartes sans contact 
Ta montre, ce choix entraine egalement un certain nombre d'inconvenients. 

En effet, la manipulation d'une antenne de cette taille en vue de son 
integration dans la carte et de son raccordement electrique au module electronique 
pose de serieux problemes techniques (comme d'ailleurs dans le cas precite des 
etiquettes electroniques). 

En effet, malgre les techniques utilisees, Fassemblage de la carte et de 
l'antenne reste souvent complexe et couteux, puisqu'il faut raccorder le 
module electronique et la bobine d'antenne avec des moyens difficiles a 
automatiser. Ensuite, 1' assemblage subit une lamination, qui est un procede 
couteux necessitant Tadjonction de resine pour pouvoir noyer la bobine et le 
module dans la carte de telle maniere qu'ils n'apparaissent pas a la surface de 
la carte et ne deferment pas les feuilles superieures et inferieures utilisees pour 
la colamination. 

En outre, la complexite du procede ne permet pas Tobtention de 
rendements comparables a ceux obtenus lors de la fabrication des cartes a 



WO 97/26621 




PCT/FR97/00098 



contact. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on integre les contraintes requises 
par certains types d'impression de la carte, et par la presence eventuelle d'une^ 
piste magnetique ou d'un embossage. En effet, pour certains types 
d'impression de la carte, ou pour la realisation d'une bande magnetique sur la 

5 carte, celle-ci doit presenter une planeite quasi-parfaite, avec des defauts 
inferieurs a 6 \xm. En cas d'embossage, il faut choisir des materiaux 
compatibles avec le precede de fabrication de la carte, et Tantenne doit 
notamment laisser libre la zone prevue pour Fembossage, faute de quoi elle 
serait abimee lors de Fembossage. 

io Compte tenu de 1' ensemble des inconvenients lies aux modes actuels de 

fabrication de cartes sans contact et d' etiquettes electroniques, qui se 
traduisent principalement par un cout de fabrication eleve, les ingenieurs de la 
demanderesse se sont donnes pour objectif de proposer des precedes 
nouveaux de fabrication de cartes et d 'etiquettes sans contact, susceptibles 

15 d'eviter 1' ensemble des inconvenients cites. 

Plus precisement, le but de la presente invention est de proposer des 
moyens peu couteux aptes a etre utilises lors de la fabrication d'objets 
portables du type cartes a puce et/ou d'etiquettes electroniques. 

Un autre but de F invention est de fournir des precedes de fabrication 

20 de cartes et d'etiquettes sans contact, de faible cout permettant une fabrication 
fiable et de qualite a Faide de machines automatisees. 

Un autre but de F invention est de proposer un precede de fabrication 
permettant d'obtenir des cartes sans contact parfaitement planes. 

Un but supplemental de Finvention est de proposer un precede de 

25 fabrication de cartes sans contact, qui soit compatible avec toutes les etapes 
subsequentes a F assemblage du corps de carte et de Fantenne, et notamment 
avec Fimpression offset des cartes, Fembossage de la carte, ou le depot d'une 
piste magnetique. 

A cet effet, Finvention propose un module electronique, du type 
30 approprie pour la fabrication de cartes sans contact et/ou d'etiquettes electroniques 
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sans contact, et comportant un substrat de support destine k recevoir un 
microcircuit electronique, ledit microcircuit electronique 6tant destine "a itrL 
coraiecte a une antenne de fagon a permettre un fonctionnement sans contact du 
module, caracterise en ce que Fantenne est toute entiere contenue sur le module et 
en ce qu'elle comporte des spires realisees sur le plan du substrat de support. 

Ainsi, Tinvention fournit un element de base de faibies dimensions, apte a 
etre utilise pratiquement indiflferemment lors de la fabrication de cartes sans 
contact au format usuel, ou d' etiquettes electroniques de faibies dimensions, 
quelle que soit leur forme. 

Selon d'autres caracteristiques avantageuses du module electronique 
selon Tinvention: 

- l'antenne est constitute par une spirale de dimensions exterieures de 
Fordre de 5 a 15 mm, de preference de Fordre de 12 mm, dont les extremites sont 
reliees a des contacts du microcircuit electronique. 

- l'antenne est constitute par une spirale conductrice comportant entre 6 
et 50 spires, chaque spire possedant une largeur de Fordre de 50 a 300 pm, 
Fespacement entre deux spires contigues etant de Fordre de 50 a 200 pm. 

- la spirale fonnant Fantenne est par exemple de forme exterieure 
sensiblement circulaire, de diametre exterieur de Fordre de 5 a 15 mm et de 
preference d'environ 12 mm. En variantes, ladite spirale est de forme exterieure 
sensiblement carree, de cote exterieur de Fordre de 5 a 15 mm, et de preference 
d'environ 12 mm, ou de forme exterieure sensiblement ovale, presentant une plus 
grande dimension de Fordre de 15 mm, et une plus petite dimension de Fordre de 
5 mm. 

- le microcircuit est dispose au centre de Fantenne et du meme cote du 
module que Fantenne, les bomes de connexion de Fantenne etant reliees a des 
plots de contact correspondants respectifs du module ou du microcircuit par 
Fintermediaire de fils conducteurs. En variante, le microcircuit est dispose du 
meme cote que Fantenne et a cheval sur les spires de celle-ci, les bomes de 
connexion de Fantenne etant reliees a des plots de contact correspondants 
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respectifs du module ou du microcircuit electronique par I'interm^diaire de fils 
conducteurs, et un isolant etant interpose entre le microcircuit et au moins la zone^ 
sous-jacente de rantenne. Selon une autre variante de realisation du module, le 
microcircuit electronique est dispose du cote du module ne portant pas rantenne, 
5 les bornes de connexion de rantenne etant reliees a des plots de contact 
correspondants respectifs du module ou du microcircuit par rintermediaire de fils 
conducteurs traversant des puits amenages dans le support du module au niveau 
desdites bomes de connexion de l'antenne. 

- le module electronique comporte sur une face du substrat de support une 
10 antenne connectee au microcircuit, et sur l'autre face du substrat de support, des 

plots de contacts apparents et egalement connectes au microcircuit, de fa<?on a 
obtenir une carte hybride pouvant etre lue et ecrite par rintermediaire des contacts 
et/ou de Tantenne. 

- un condensateur d'accord est connecte en parallele aux bomes de 
i5 l'antenne et du microcircuit electronique, et sa valeur est choisie pour obtenir une 
frequence de fonctionnement du module situee dans une plage de l'ordre de 1 
Mhz a 450 Mhz. En particulier, le condensateur d'accord a une valeur de l'ordre 
de 12 a 180 picoFarad, et la frequence de fonctionnement du module est d'environ 
13,56 Mhz. En variante, le condensateur d'accord a une valeur de l'ordre de 30 a 
20 500 picoFarad, et la frequence de fonctionnement du module est d'environ 8,2 
Mhz. Ce condensateur d'accord est obtenu par depot de silicium oxyde sur la 
surface du microcircuit prealablement revetu d'un isolant. 

L' invention concerne egalement une carte sans contact et une etiquette 
electronique comportant un module electronique de faibles dimensions a antenne 
25 integree, notamment du type decrit ci-dessus, ainsi que des procedes de fabrication 
respectifs d'une carte sans contact et d'une etiquette electronique de ce type. 
Pour fabriquer une carte sans contact selon l'invention, il sufiBt de: 

- decouper a partir d'un support de modules electroniques, un module 
sans contact pourvu d'une antenne et d'un microcircuit; 

30 - amener ledit module en face d'une ouverture ayant sensiblement les 

dimensions du module, amenagee dans un corps de carte; 
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- fixer ledit module dans rouverture du corps de carte. 

Pour fabriquer une etiquette electronique selon Finvention, il suffiLeit^ 
variante de: 

- decouper a partir d'un support de modules electroniques, un module 
sans contact pourvu d'une antenne et d'un microcircuit; 

- integrer le module electronique ainsi decoupe a un support de 
protection. 

Alternativement et de maniere encore plus simple, Finvention prevoit 
d'utiliser pour la fabrication d'etiquettes electroniques, les chaines de fabrication 
de cartes sans contact. A cet effet, il suffit de decouper un module electronique a 
partir d'une carte sans contact telle que decrite ci-dessus, de telle maniere a laisser 
subsister autour du module electronique un peu de matiere du corps de carte, a des 
fins de protection du module. Cette technique peut etre completee par la decoupe 
d'une autre piece de meme forme, par exemple a partir de la meme carte, puis a 
fixer cette piece contre la premiere de maniere a entourer et proteger le module. 

L'invention sera mieux comprise en se referant a la description suivante 
faite a titre d'exemple non limitatif et aux dessins ci-annexes, dans lesquels: 

- la figure 1 represente une carte sans contact selon Fetat de la technique; 

- la figure 2 represente une carte sans contact selon Finvention; 

- la figure 3 represente une bande utilisee pour la fabrication en continu 
de modules electroniques selon Finvention, destines a des cartes sans contact ou a 
des etiquettes electroniques selon Finvention, ainsi qu'une carte destinee a 
recevoir le module; 

- les figures 4A a 4G represented plusieurs variantes de realisation d'un 
module electronique selon Finvention, apte ou destine a etre incorpore dans le 
corps d'une carte sans contact ou dans une etiquette electronique; 

- les figures 5A a 5D represented en vue en coupe plusieurs variantes de 
realisation d'un module electronique pourvu d'une antenne, selon Finvention; 

- la figure 6 represente en coupe un module pour carte hybride a contact 
et sans contact. 
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- la figure 7 represente les etapes d'un proc6de de fabrication d'une 
variante d' etiquette electronique utilisant le module electronique selon Tinventipn^ 
Des elements similaires sont designes par les memes numeros de 
reference dans 1' ensemble des figures. 
5 On se refere a la figure 1 montrant de fa<?on schematique et en plan 

une carte sans contact 1 du type de celles effectivement commercialisms. 
Comme on le voit, une antenne 2 sous la forme d'une bobine de grande 
dimension, legerement inferieure a la dimension de la carte, est integree dans 
le corps de carte 3, et deux extremites de la bobine d'antenne 2 sont 
10 connectees a des contacts d' alimentation 4,5 d'un module electronique 6 
portant un microcircuit integre 7 encore appele une puce. 

La bobine est representee a 1'echelle, sauf en ce qui conceme le 
nombre de spires, seules quatre spires ayant ete representees. Pour assembler 
une telle bobine 2 avec le corps de carte 3, il est necessaire d'effectuer des 
15 operations de laminage ou d'injection complexes et couteuses, avec les 
inconvenients mentionnes precedemment. Une telle antenne permet de lire les 
informations de la carte, a partir d'une distance de 70 mm, pour une frequence 
utilisee de quelques Mhz. 

A la difference de la carte de la figure 1, le principe general sous- 
20 jacent a T invention consiste a eliminer les antennes de grande taille 
actuellement utilisees pour les cartes sans contact, afin de supprimer les 
inconvenients mentionnes plus haut. L'invention cherche egalement a utiliser, 
pour atteindre les objectifs de fiabilite et de faible cout de fabrication vises, 
certains principes et les chdnes de fabrication utilises lors de la fabrication de 
25 cartes a contact, cette fabrication etant maintenant bien maitrisee et permettant 
d'obtenir des couts de fabrication faibles. 

La solution proposee est representee de fa<?on schematique sur la carte 
1 de la figure 2. Elle consiste a utiliser un module particulier 6 de carte a puce 
combinant sur un meme support de faibles dimensions, les fonctions 
30 electroniques des modules classiques a puce, et la fonction d'antenne 
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d'emission/r^ception pour la transmission sans contact <T informations entre la 
carte et un dispositif de lecture/ecriture exterieur (non represente). 

Le module 6 presente des dimensions compatibles avec les precedes 
de realisation connus et utilises pour fabriquer les cartes a contact, a la fois 
5 dans le sens de Tepaisseur et en plan, dans le sens de la longueur et de la 
largeur du module. 

Bien entendu, pour qu'un module pourvu d'une antenne soit 
realisable, il faut que, a Tinverse des enseignements de Tetat de la technique, 
F antenne soit obtenue avec des dimensions compatibles avec celles du 
io module, tout en conservant un nombre de spires assurant la possibility d'une 
transmission electromagnetique a une distance suffisante, de Tordre de 
quelques centimetres. A cet effet, T antenne est realisee sous la forme d'une 
spirale formee d'un ensemble de spires situees directement sur le substrat de 
support et sensiblement dans le meme plan, ce qui exclut les bobines a air 
15 enseignees par certains documents de Tetat de la technique cite plus haut. 

Afin de s'adapter au mieux a la forme du module et a la surface 
disponible, Tantenne peut avoir une spire exterieure de forme sensiblement 
carree, rectangulaire, circulaire ou ovale, ou toute autre forme appropriee^ Les 
deux extremites de Tantenne sont connectees a des bomes d' alimentation d'un 
20 circuit integre, notamment une memoire et/ou un microprocesseur; situe(e) 
egalement sur le module, comme schematise en 7 sur la figure 2, mais 
represente plus en detail dans les figures 4 a 6. 

On se refere a la figure 3 illustrant la separation d'un module 
electronique 6 selon Tinvention, a partir d'une bande 8 comportant une 
25 pluralite de modules 6 disposes par exemple selon deux rangees. La 
fabrication de modules electroniques classiques sur de telles bandes est bien 
connue en elle-meme dans le domaine de la fabrication de cartes a contact, et 
ne sera de ce fait pas decrite davantage. 

Un module 6 selon Tinvention, par exemple du type comportant un 
30 circuit integre 7 « a cheval » sur les spires d'une antenne 2 en forme de spirale 
carree, est detache de la bande 8 par un precede de decoupe, par exemple une 
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d6coupe m^canique. Le module decoup6 est prelev^ par des moyens 
automatiques non represents mais connus, et amene, de preference iH-envers^ 
(circuit integre et antenne tournes vers le fond de i'ouverture du corps de 
carte) en face d'une ouverture borgne 9 amenagee dans le corps de carte 3 

5 d'une carte a puce 1 sans contact. La fixation du module 6 dans I'ouverture 9 
prevue est faite par collage, soudure, ou tout autre moyen approprie. 

II en resulte une carte sans contact conforme a l'invention, pourvue 
d'une antenne 2 localisee au niveau du module electronique 6, et dont la 
fabrication se reduit principalement aux etapes qui viennent d'etres decrites, 

io suivies bien entendu le cas echeant d'etapes d'impression et de 
personnalisation classiques. 

Les figures 4A a 4G represented de maniere plus detaillee plusieurs- 
variantes de modules destines a etre encartes pour fabriquer des cartes sans 
contact ou encore integres dans un support de forme differente de la carte, 

is par exemple pour fabriquer des etiquettes electroniques. 

Un module 6 est compose d'un substrat de support 10 traditionnel (en 
film relativement flexible, en mylar, epoxy ou capton ) sur lequel est reporte, 
non pas une bobine, mais un motif d' antenne 2, qui peut etre realise de 
plusieurs manieres, comme expiique plus loin. L' antenne 2 est par exemple 

20 realisee par emboutissage a partir d'une feuille en cuivre, suivi d'un 
assemblage de la feuille emboutie avec le substrat de support. Le substrat de 
support 10 et 1' antenne 2 sont le cas echeant assembles de maniere precise, en 
utilisant les moyens d'entrainement et de positionnement connus du substrat. 
L' antenne 2 peut aussi etre obtenue par gravure photochimique du 

25 motif d'antenne, ou par depot de matiere metallique sur un film flexible 
formant le substrat 10. Le choix du substrat de support 10 approprie a des 
consequences sur l'epaisseur du module, et depend principalement de 
Tutilisation visee pour le module. Ce choix est entierement a la portee de 
Phomme de metier. 

30 Dans une variante proposee pour le module electronique 6, Tantenne 2 

est constitute par une piste de cuivre de Tordre de 15 \im a 70 \im d f epaisseur, 
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realisee en spirale, avec une distance entre spires de meme grandeur. Les 
extremites 11,12 de cette spirale sont de preference elargies de fa^on $l 
constituer des plots de contact pour la liaison avec le microcircuit 7. 

Plusieurs variantes de positionnement respectif du microcircuit et de 

5 l'antenne sont prevus. Dans un premier mode de realisation pratique et peu 
encombrant du module 6 (figure 4A), la puce 7 est collee au centre de 
l'antenne 2. En figure 4B, on a egalement represents des fils conducteurs de 
liaison 13,14 pour relier une borne respective de la puce 7 a une extremite 
respective correspondante 11,12 de l'antenne. Pour ce faire, il est necessaire 

10 de passer un fil 15 au-dessus des pistes de l'antenne. A cet effet, un isolant 16 
est au prealable depose, notamment par serigraphie, entre la zone 
correspondante des pistes, et le fil de liaison 15. 

Dans un autre mode de realisation du module 6 (figure 4C), l'antenne 
2 occupe tout un cote du module et est depourvue d'espace libre en son centre. 

15 Dans ce cas, F invention prevoit de coller le microcircuit 7 soit sur la face du 
module depourvue d'antenne, soit sur la meme face que l'antenne (figure 4D), 
apres interposition d'un isolant (partie sombre 16) entre l'antenne 2 et le 
microcircuit 7. : ^ 

En figure 4E est representee une variante de module electronique 6, 

20 dans laquelle l'antenne 2 a la forme d ! une spirale circulaire, le microcircuit 7 
etant positionne au-dessus du plan des spires, avec interposition d'un isolant 
16. Cette configuration permet de minimiser la longueur des fils de connexion 
entre Fantenne et le microcircuit. 

En figure 4F est representee une variante supplementaire du module 6 

25 selon 1'invention, particulierement adaptee dans les cas ou un module oblong 
ou rectangulaire est necessaire. Dans ce cas, le motif d'antenne 2 a une forme 
de spirale sensiblement oblongue, le microcircuit 7 est de preference 
positionne au centre de l'antenne, et des connexions entre les bornes du 
microcircuit et les plots de la bobine sont realises comme decrit en liaison avec 

30 la figure 4B. 



WO 97/26621 




PCT/FR97/00098 



II est a noter que la connexion entre les plots de la puce et les bornes 
de contact de l'antenne peut etre realisee en utilisant une technique 
conventionnelle de connexion de fils conducteurs, comme par exemple la 
liaison dite par « bonding » consistant en des fils conducteurs soudes entre un 

5 plot du microcircuit et une borne respective de l'antenne, ou encore en 
utilisant la technique dite de « flip-chip » consistant a reporter le microcircuit 
sur le substrat de module 10, en ayant la face portant l'antenne et le 
microcircuit collee sur le substrat. La protection par resine des contacts est 
ensuite effectuee en utilisant les precedes traditionnels de realisation des cartes 

10 a puce a contacts. 

La figure 4G represente en vue plus detaillee un module electronique 6 
selon 1' invention, sur lequel un condensateur d' accord 17 a ete realise a cheval 
sur les spires d'antenne, par depot au-dessus d'une couche d'isolant 16 (partie 
grisee). Afin de connecter le condensateur en parallele entre les bornes 11,12 

15 de l'antenne 2 et les plots 13,14 du microcircuit, une borne 18 du 
condensateur 17 est reliee a la borne 12 et au plot 14, et l'autre borne 19 du 
condensateur 17 est reliee a la bome 11 et au plot 13, par l'intermediaire de 
plots intermediaires 20,21 relies par une connexion intermediate 22 situee 
entre les plots intermediaires 20,21 et realisee au-dessus de la couche isolante 

20 16, de fa<?on a ne pas court-circuiter les spires de Tantenne. 

Bien entendu, d'autres dispositions du condensateur d'accord 17 sont 
possibles. II sera en particulier possible de Tintegrer sur le microcircuit 7 lui- 
meme, au stade de conception de celui-ci, ce qui economisera des etapes de 
fabrication du module 6. 

25 Le motif d'antenne est determine pour permettre un fonctionnement a 

haute frequence, de Tordre du Mhz, la valeur du condensateur d'accord 17 etant 
choisie pour obtenir une frequence determinee de fonctionnement de l'antenne 2 
situee dans une plage de hautes frequences de Tordre de 1 Mhz a 450 Mhz. Dans 
un exemple de realisation permettant d'obtenir une frequence de fonctionnement 

30 usuelle d' environ 13,56 Mhz, le condensateur d'accord 17 a une valeur de I'ordre 
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de 12 a 180 picoFarad. Dans une autre variante permettant un fonctionnement a 

8,2 Mhz, le condensateur d'accord a une valeur de l'ordre de 30 a 500 picbFarad.V 
Les figures 5 et 6 montrent divers modes de realisation du module 6, 

represents en coupe. En figure 5, on a utilise comme antenne une grille metallique 
5 decoupee puis collee sur un substrat de support 10. Le decoupage mecanique 

d'une antenne spiralee convient pour des largeurs de pistes pas trop fines, de 

l'ordre de 300 um au minimum a l'heure actuelle. 

En figure 5A, le microcircuit 7 et 1'antenne 2 sont situes sur les deux 

faces opposees du substrat de support 10 du module, les bornes de contact 1 1,12 
lo de 1'antenne 2 etant connectes a des plots du microcircuit (non representes) par 

l'intermediaire de fils de connexion 15 amenes a travers des puits 23 realises dans 

le support 10. 

En figure 5B, le microcircuit 7 est du meme cote que 1'antenne 2, et 
dispose au-dessus de ses spires avec interposition d'un isolant 16. En figure 5C, le 
15 microcircuit 7 est dispose dans une cavite 25 amenagee a cet effet dans le support 
10 du module, ce qui permet de diminuer repaisseur de l'ensemble du module 6. 
En figure 5D, le microcircuit 7 est simplement colle au centre de 1'antenne 2, 
comme montre egalement en figures 4A,4B. Dans tous les cas, 1'antenne est 
entierement situee sur le substrat de support 10 faisant partie du module, et le 
20 microcircuit est rapporte sur cette structure de substrat et d'antenne. 

II est a noter que pour reduire encore repaisseur du module 6, il est 
possible d'utiliser pour 1' antenne 2 une grille gravee dans ou deposee par 
metallisation ou autrement sur un substrat de support 10 approprie, au lieu d'une 
grille metallique decoupee. 
25 On se refere maintenant a la figure 6, dans laquelle a ete representee en 

coupe et en vue de dessus une autre forme de realisation du module electronique 
6, afin d'obtenir un module hybride a contact et sans contact, particulierement 
adapte a la fabrication de cartes hybrides. Dans ce module, le microcircuit 7 et 
1'antenne sont disposes sur une premiere face du substrat de support 10 du 
30 module, comme deja decrit en liaison avec la figure 5. En outre, des contacts 26 
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usuels identiques aux contacts des cartes a contact sont connected a des plots 
correspondents du microcircuit par des fils conducteurs 27. Le rmcrocircurt 
dialoguera avec rexterieur en utilisant les contacts 26 ou l'antenne 2, en fonction 
du signal exterieur applique. L'ensemble des composants utiles pour le 
5 fonctionnement de la carte hybride, y compris l'antenne 2, est done dispose sur un 
module hybride 6 de faibles dimensions, apte a etre encarte, e'est-a-dire incorpore 
dans un corps de carte. 

De facon avantageuse, deux modules 6 de l'un des types decrits plus 
haut pouiront etre realises cote a c6te dans la largeur d'un film 10 standard 
lo (soit 35 mm), mais d'autres arrangements des modules 6 sur une bande de 
support 8 sont compris dans le cadre de 1' invention. Chaque module 6 pourra 
etre ensuite reporte sur un corps de carte 3 au format ISO standard en utilisant 
le precede traditionnel de report des modules dans les corps de cartes, tel 
qu' utilise pour la fabrication de cartes a contacts. 
15 Altemativement, les modules 6 peuvent etre utilises pour la fabrication 

d' etiquettes electroniques, du type de celles utilisees pour l'identification 
d'objets. Si necessaire, apres leur decoupe a partir de la bande de support 8, 
les modules 6 seront proteges par un revetement protecteur en resine ou tout 
autre materiau approprie, ce qui permettra d'obtenir a faible cout des etiquettes 
20 de petites dimensions. Bien entendu, les modules peuvent egalement etre 
integres a ou fixes sur des supports differents ou plus volumineux (cles, 
emballages, etc.), en fonction de Fapplication visee. 

On se refere a la figure 7. En variante interessante du procede de 
fabrication d'etiquettes, afin de profiter des economies d'echelle et des lignes de 
25 fabrication de cartes sans contact tout en utilisant des modules 6 selon l'invention, 
il est egalement possible de fabriquer des etiquettes electroniques selon un procede 
comprenant uniquement l'etape consistant a decouper un module electronique 6 
tel que decrit plus haut, a partir d'une carte sans contact 1 incorporant un tel 
module, de facon a laisser subsister autour du module electronique 6 un peu de 
30 matiere du corps de carte, a des fins de protection du module 6. Ainsi, on obtient a 
tres facilemnt a partir de cartes sans contact selon rinvention, fabriquees en grand 
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nombre, des etiquettes electroniques presentant Fepaisseur d'une carte, mais de 
dimensions en plan beaucoup plus faibles. ~ *L 

II apparait cependant dans ce cas un inconvenient qui peut etre majeur 
dans certaines applications: en procedant par simple decoupage a partir d'une carte 

5 sans contact, Fetiquette n'est protegee d'un cote que par la protection tres minime 
procuree sur un cote de la cavite de la carte par un voile de matiere plastique d'une 
centaine de micrometres d'epaisseur, alors que l'autre face du module est exposee. 
Pour remedier a cet inconvenient, il est possible de maniere judicieuse de 
decouper dans une partie de la carte 1 representee en Figure 7(a), qui serait de 

10 toute maniere jetee, une premiere piece 28 au format prevu pour Fetiquette. Puis 
comme represents dans la figure 7(b), on reporte cette piece 28 sur ia face de 
Fetiquette montrant le module 6 apparent et non protege. L piece 28 est assemblee 
sur la carte 1 comme represnte en figure 7(d), par une technique quelconque 
appropriee, notamment le collage ou la soudure par ultrasons. Enfin, comme 

15 represents en figure 7(e), on decoupe a nouveau dans la carte une piece 29 au 
format de la piece 28 et au niveau de celle-ci. On obtient ainsi pour un cout 
minimal, une etiquette electronique 30 symetrique representee agrandie en figure 
7(f). Bien entendu, on pourrait aussi decouper les pieces 28, 29 separement pour 
les assembler par la suite. 

20 Cette etiquette 30 incorpore un module 6 protege des deux cotes, et est 

susceptible d'etre personalisee graphiquement des deux cotes pour en faire des 
etiquettes utilisables dans des jeux ou toutes autres applications. 

En ce qui concerne les perfonnances des modules, cartes et etiquettes 
selon Finvention, les resultats theoriques et pratiques montrent que Fon 

25 obtient sur le module 6 une antenne performante pouvant fonctionner dans la 
gamme de frequences de 1 a 450 Mhz. 

Pour obtenir les performances de liaison recherchees pour une 
application donnee, il suffit d'utiliser une frequence de modulation 
suffisamment elevee (13,56 Mhz par exemple) pour obtenir des performances 

30 acceptables en distance de lecture/ecriture. 
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Si l'on considere par exemple la frequence de 13,56 Mhz couramment 
utilisee dans les applications telebilletiques, les performances obtenues spirt 
tout a fait remarquables. Une puce 7 montee par ce procede permet d'obtenir 
actuellement avec l'antenne 2 associee, une distance de fonctionnement de 

5 Pordre de 50 mm la ou la meme puce montee avec une bobine classique aux 
dimensions d'une carte permet d'atteindre environ 70 a 75 mm. Cette 
difference n'est pas critique dans la plupart des applications sans contact 
visees a Fheure actuelle. De plus, ces performances pourront etre sensiblement 
ameliorees en travaillant au niveau des circuits d'emission et de recuperation 

10 d'energie electromagnetique du module et des lecteurs extemes. 

Selon un exemple de realisation pratique, les dimensions du module 
utilise sont de l'ordre de 12 mm x 12 mm, mais on peut envisager des formats 
oblongs legerement plus grands pour augmenter les performances, ou encore 
une optimisation de l'antenne du lecteur ou de la puce elle-meme en ce qui 

15 concerne sa consommation, pour ameliorer les performances et atteindre celles 
d'une antenne de plus grande taille . 

Grace au concept de Pinvention, en cas d'utilisation du module 6 pour 
fabriquer des cartes, rintegrite du corps de carte est conservee pendant tout le 
processus de fabrication. Le corps de carte peut done aisement etre utilise de 

20 maniere traditionnelle pour recevoir une piste magnetique. De plus, il pourra 
etre imprime par tous les precedes existants sans contraintes particulieres, 
autres que celles connues pour la fabrication d'une carte a contact classique. 

De meme, le choix du materiau du corps de carte est tout a fait libre: 
il permettra done de s'adapter aux besoins requis par les diverses applications 

25 envisagees. 

En consequence, Finvention permet de resoudre d'un trait tous les 
inconvenients precites lies a la fabrication de modules sans contact pour cartes 
sans contact, et notamment celui du cout, de Tencombrement, de Fimpression, 
de la compatibilite avec l'embossage ou la realisation d'une piste magnetique. 
30 Les faibles dimensions de l'antenne induisent des avantages comparables en 
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cas de fabrication d'etiquettes Electroniques qui ne sont pas tributaries de la 
forme d'un corps de carte. ~ _ 

L'interet economique de rinvention est incontestable: elle permet de 
realiser sur les memes chaines de fabrication, des modules electroniques a 
5 antenne integree, des etiquettes electroniques et des cartes sans contact 
fonctionnelles, a une fraction du cout actuel constate dans les precedes utilises 
pour la production de cartes ou d'etiquettes sans contact, et ceci a toutes les 
etapes de fabrication. 

D'autres avantages annexes lies au module, a P etiquette electronique 
10 et a la carte sans contact selon rinvention et a leurs precedes de fabrication 
resident dans le fait qu'il n'y a pas de manipulation de bobine d ! antenne, ni de 
soudure a Tetain, de positionnement precis de la bobine, ou d'impression 
avant encartage. 
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REVENDICATIONS 

1. Module electronique (6), du type approprie pour la fabrication d'objets 
portatifs tels que des cartes (1) sans contact et/ou des etiquettes electroniques sans 

5 contact, et comportant un subslrat de support (10) destine a recevoir un 
microcircuit electronique (7), ledit microcircuit electronique (7) etant destine a etre 
connecte a une antenne (2) de fa?on a permettre un fonctionnement sans contact 
du module (6), caracterise en ce que r antenne (2) est toute entiere contenue sur le 
module et en ce qu'elle comporte des spires realisees sur le plan du substrat de 

lo support (10). 

2. Module electronique (6) selon la revendication 1, caracterise en ce que 
ladite antenne (2) est constitute par une spirale de dimensions exterieures de 
Tordre de 5 a 15 ram, de preference de l'ordre de 12 mm, dont les bornes 
d'extremites (11,12) sont reliees a des plots de contact (13,14) du microcircuit 

15 electronique (7). 

3. Module electronique (6) selon la revendication 2, caracterisee en ce 
que T antenne (2) est constitute par une spirale conductrice comportant entre 
environ 6 et environ 50 spires, chaque spire possedant une largeur de Fordre de 50 
a 300 pm, l'espacement entre deux spires contigues etant de l'ordre de 50 a 200 

20 (am. 

4. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
ladite spirale est de forme exterieure sensiblement circulaire, de diametre exterieur 
de l'ordre de 5 a 15 mm et de preference d'environ 12 mm. 

5. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
25 ladite spirale est de forme exterieure sensiblement canree, de cote exterieur de 

Fordre de 5 a 15 mm, et de preference d'environ 12 mm . 

6. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
ladite spirale est de forme exterieure sensiblement ovale, presentant une plus 
grande dimension de Fordre de 15 mm, et une plus petite dimension de Fordre de 

30 5 mm. 
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7. Module electronique (6) selon 1'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose au centrejie_ 
l'antenne (2) et du meme cote du module (6) que l'antenne, les bornes de 
connexion (11,12) de l'antenne etant Tehees a des plots de contact (13,14) 
correspondants respectifs du module (6) ou du microcircuit (7) par rintermediaire 
de fils conducteurs (15). 

8. Module electronique (6) selon 1'une quelconque des revendications 1 a 
6, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose du meme cote que 
l'antenne (2) et a cheval sur les spires de celle-ci, les bornes de connexion (1 1,12) 
de l'antenne etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants respectifs 
du module (6) ou du microcircuit electronique (7) par rintermediaire de fils 
conducteurs (15), et un isolant (16) etant interpose entre le microcircuit (7) et au 
moins la zone de l'antenne sous le microcircuit. 

9. Module electronique (6) selon 1'une quelconque des revendications 1 a 
6, caracterise en ce que le microcircuit electronique (7) est dispose du cote du 
module (6) depourvu d'antenne, les bornes de connexion (11,12) de l'antenne 
etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants respectifs du module 
(6) ou du microcircuit (7) par rintermediaire de fils conducteurs (15) traversant 
des puits (23) amenages dans le substrat de support (10) du module au niveau 
desdites bornes de connexion (1 1,12) de l'antenne. 

10. Module electronique (6) selon 1'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'un condensateur d'accord (17) est connecte en 
parallele aux bomes (11,12) de l'antenne aux plots de contact (13,14) du 
microcircuit electronique (7), la valeur du condensateur (17) etant choisie pour 
obtenir une frequence de fonctionnement du module (6) situee dans une plage de 
l'ordre de 1 Mhz a 450 Mhz. 

11. Module electronique (6) selon la revendication 10, caracterise en ce 
que le condensateur d'accord (17) a une valeur de l'ordre de 12 a 180 picoFarad, 
et en ce que la frequence de fonctionnement du module est d'environ 13,56 Mhz. 
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12. Module electronique (6) selon la revendication 10, caract&isee en ce 
que le condensateur d'accord (17) a une valeur de rordre de 30 a 500 picoFarad^ 
et en ce que la frequence de fonctionnement du module est d'environ 8,2 Mhz. 

13. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 10 
5 a 12, caracterisee en ce que le condensateur d'accord (17) est obtenu par depot de 

silicium oxyde sur la surface du microcircuit (7), prealablement revetu d'un isolant 
(16). 

14. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'il comporte sur une face du support (10) une 

10 antenne (2) connectee au microcircuit (7), et sur l'autre face du support (10), des 
contacts (26) apparents et egalement connectes au microcircuit (7), de fa<?on a 
obtenir une carte hybride pouvant etre lue et ecrite par Fintermediaire des contacts 
(26) et/ou de I'antenne (2). 

15. Procede de fabrication d'un module electronique (6) selon Tune 
15 quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comporte des 

etapes consistant a: 

- realiser sur un substrat de support (10) une antenne spirale plane (2) de 
faibles dimensions, pourvue de bomes de connexion (11; 12); 

- fixer sur ledit support (10) ou ladite antenne (2), un microcircuit (7) 
20 pourvu de plots de contact (13, 14); 

- realiser la connexion electrique entre des bomes de connexion (11,12) 
de I'antenne (2) et des plots de contact (13,14) correspondants du microcircuit. 

16. Carte (1) sans contact, comportant un corps de carte (3), un module 
electronique (6) portant un microcircuit integre (7) et apte a etre incorpore dans le 

25 corps de carte (3), et une antenne (2), caracterisee en ce que ladite antenne (2) est 
de dimensions sensiblement inferieures aux dimensions de la carte (1), et en ce 
que I'antenne (2) est une antenne spirale sensiblement plane disposee 
integralement sur le substrat de support (10) du module electronique (6). 

17. Carte (1) sans contact selon la revendication 16, caracterisee en ce 
30 qu'elle est pourvue d'un module electronique (6) selon Tune quelconque des 

revendications 1 a 14. 
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18. Precede de fabrication d'une carte (1) sans contact selon la 
revendication 16 ou la revendication 17, caracterise en ce qu'il comportejes^ 
etapes consistant a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques, un module 
5 sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 

- amener ledit module (6) en face d'une ouverture (9) ayant sensiblement 
les dimensions du module, amenagee dans un corps de carte (3); 

- fixer ledit module dans Fouverture du corps de carte. 

19. Etiquette electronique, notamment destinee a T identification d'objets, 
io caracterisee en ce qu'elle comporte un module electronique (6) de faibles 

dimensions, la plus grande dimension etant de Fordre de 5 a 15 mm, et un 
microcircuit electronique (7), caracterisee en ce qu'elle comporte une antenne (2) 
egalement de faibles dimensions, disposee sur ledit module electronique. 

20. Etiquette electronique, caracterisee en ce qu'elle est pourvue d'un 
15 module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 1 a 13. 

21. Etiquette electronique selon la revendication 19 ou la revendication 
20, caracterisee en ce que le module electronique (6) pourvu de son microcircuit 
(7) et de son antenne (2) est fixe sur ou integre a un support, de sorte que 
F etiquette peut etre rendue solidaire d'un objet a identifier. 

20 22. Precede de fabrication d'une etiquette electronique selon Fune 

quelconque des revendications 19 a 21, caracterise en en qu'il comporte les etapes 
consistant a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques (6), un 
module sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 

25 - integrer le module electronique (6) ainsi decoupe a un support de 

protection. 

23. Precede de fabrication d'une etiquette electronique, caracterise en en 
qu'il comporte uniquement Fetape consistant a decouper un module electronique 
(6) selon Fune quelconque des revendications 1 a 14, a partir d'une carte (1) sans 
30 contact incorporant un tel module, de fa9on a laisser subsister autour du module 
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electronique (6) un peu de matiere du corps de carte (3), k des fins de protection 
du module. _. - _ 

24. Procede de fabrication d'une etiquette electronique, caracterise en ce 
qu'il comporte ensuite les etapes consistant a: 
5 - decouper a partir d'une carte sans contact (1), un premier element (29) 

incorporant un module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 
1 a 14, selon une forme de decoupe donnee de fa?on a laisser subsister de la 
matiere autour du module; 

- decouper a partir d'une carte, de preference de la meme carte sans 
10 contact ( 1), un second element (28) de meme forme que ledit premier element; 

- assembler lesdits premier et second elements (28,29) de fa$on que le 
module electronique (6) soit incorpore entre lesdits elements et proteges par eux. - 
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, I - ! This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered 
31 — 'to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 
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| V Reaped statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



2-6, 8-13, 17, 19-21, 23, 24 YES 
1, 7, 14, 15, 16, 18, 22 NO 



24 



YES 



2-6 , 8-13, 17, 19-21, 23 NO 

1-24 YES 

NO 



Citations and explanations 

1. The following documents are referred to herein: 



Dl: DE-A-43 11 493 
D2: EP-A-0 376 062 
D3: EP-A-0 620 537 
D4: DE-A-37 21 822 
D5: EP-A-0 521 778 

2.1 Document Dl discloses an electronic module 21 (see 
figure 2) suitable for producing portable objects 
such as contactless cards, and having the following 
features of claim 1 of the international 
application: 

- a carrier substrate 28 for an electronic 
microcircuit 24, said microcircuit 24 being 
connectable to an antenna 26 to enable contactless 
operation of the module; 

- the antenna 2 6 in its entirety is arranged on the 
module 21 and comprises turns that lie in the plane 
of the carrier substrate 28. 

Electronic modules having the features of claim 1 
are also known from D2 (figures 6 to 8) , D3 (figures 
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2.2 



2.3 



D2 discloses a module having the features of claim 
7, which is dependent on claim 1. The microcircuit 8 
of this module (see figures 6 and 7) is arranged in 
the middle of the antenna 12 and on the same side of 
the module as the antenna, and the antenna 
connection terminals are connected to respective 
corresponding contact pads of the microcircuit via 
conductive wires 20. 

Dl (column 5, lines 2 to 19) also discloses a module 
comprising an antenna connected to the microcircuit 
on one side of the carrier, and exposed contacts 
also connected to the microcircuit on the other side 
of the carrier (see claim 14 of the application) . 

Therefore, the subject matter of claim 1 and the 
subject matter of dependent claims 7 and 14 are not 
novel under the terms of PCT Article 33(2) . 

Claims 2 to 6 and 8 to 13 relates to various 
embodiments comprising features that are previously 
known from the prior art (see claim 10 and Dl, 
column 6, lines 43 to 52) or are simply construction 
measures obvious to persons skilled in the art. 

3.2 Therefore, the subject matter of dependent claims 2 
to 6 and 8 to 13 does not appear to involve an 
inventive step under the terms of PCT Article 33(3). 

4. As all of the steps of the production method 

according to claim 15 are known from D2 (see figures 
1 to 6), the subject matter of this claim is not 
novel under the terms of PCT Article 33(2) . 



3.1 



5. Claim 16 and claim 
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contactless card and a method for making a 
contactless card having the features previously 
known from D2 (see figures 1 to 8 and column 9, 
lines 47 to 53) • Therefore, the subject matter of 
these claims is not novel under the terms of PCT 
Article 33 (2) . 

6. Claim 17 is dependent on claim 16 and relates to a 

card provided with an electronic module according to 
any one of claims 1 to 14. For the reasons given 
above, the subject matter of this claim does not 
involve an inventive step under the terms of PCT 
Article 33 (3) . 

7.1 D3 relates to an electronic label particularly 
suitable for identifying objects (column 1, lines 1 
to 4), and having the following features of claim 
19: 

- a compact electronic module, an electronic 
microcircuit , and 

- a compact antenna arranged on said electronic 
module . 

7.2 The subject matter of claim 19 differs from the 
label known from D3 in that it is specified that the 
largest dimension of the module is of around 5 to 15 
mm . 

This feature and the features of dependent claims 20 
and 21 are merely some of the options that a person 
skilled in the art might select, depending on each 
particular case, from a variety of immediate options 
for solving the stated problem. 



Form PCT/TPK A/409 moxV) Harmarv 1994^ 



INTERNATIONAL PREL 



i 



ARY EXAMINATION REPORT 



itional application No, 
PCT/FR 97/00098 



7.3 Therefore, the subject matter of claims 19 to 21 

does not involve an inventive step under the terms 
of PCT Article 33 (3) . 

8.1 The method for making an electronic label, as known 
from D3, comprises, inter alia, the steps of (see 
claim 22) : 

- cutting a contactless module provided with an 
antenna 21 and a microcircuit 20 from a carrier 1 
for electronic modules 2; 

- integrating the resulting cut-out electronic 
module 2 into a protective carrier (see figure 2) . 

8.2 Therefore, the subject matter of claims 22 is not 
novel under the terms of PCT Article 33(2) . 



9.1 D5 relates to a method for making smart cards "with 
a format smaller than the usual format" (see 
abstract) , comprising a step of cutting out an 
electronic module in such a way that a little of the 
card body material is left around the electronic 
module for the purpose of protecting same. 

9.2 The subject matter of claim 23 differs from the 
method known from D5 in that it relates to the 
production of a label and in that the module has the 
features of claims 1 to 14. 



However, applying the teaching of D5 to the 
production of a label including a module known, 
e.g., from Dl or D3 should be obvious to persons 
skilled in the art. 
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9.3 Therefore, the subject matter of claim 23 does not 
involve an inventive step under the terms of PCT 
Article 33 (3) . 

10. The method according to claim 24 is not known from 
the prior art. In the light of the documents cited 
in the international search report, this method also 
appears to involve an inventive step under the terms 
of PCT Article 33 (3) . 
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